电子科技大学集成电路“强芯铸魂”本研贯通培养特别行动计划
特色介绍

本计划依托学校在集成电路领域的优势学科资源和产教融合资源，充分发挥电子薄膜与集成器件全国重点实验室、国家集成电路产教融合创新平台的能量，聚焦集成电路设计、制造工艺、先进封装以及EDA等核心关键技术，实施集成电路“强芯铸魂”本研贯通培养特别行动计划——强自主创新之芯，铸集成电路之魂，探索实践本硕、本博、本硕博的本研贯通精英培养新范式，为党和国家加快培养集成电路领域的拔尖创新和领军人才。

1、定制化培养
对于本科一年级入选的学生，在大类基础课基础上，按照项目式专业核心课、个性化专业课、研究性项目硕士课和创新性研究博士课等模块环节进行学习和培养。
全程配备校内校外双导师，按“一生一计划”，针对学生不同的专业背景，在导师指导下，学生自主设定培养计划。

2、特色化课程体系
本科培养阶段，建立理论与实践一体，课程与项目融合，核心与个性并举的“五结合”课程体系；硕士/博士培养阶段，注重科教融汇和产教融合，构建核心课程群，实施“课堂教学+项目实践”相融合的教学模式，组建“课程首席教授+导师”的师资队伍，采用自主/灵活学习方式和多元化考核方式。

3、本研贯通培养
“强芯铸魂”计划打通本硕博各个阶段，以学期作为培养节点，开展全程关联、系统性强的项目式挑战性课程和创新性项目研究，以实现在确保培养质量的前提下，本研贯通无缝衔接，缩短培养周期。

4、科教融汇与产教融合
依托电子薄膜与集成器件全国重点实验室、国家集成电路产教融合创新平台重点打造的集成电路设计、特色工艺制造和封装测试平台，以及电子薄膜与集成器件全国重点实验室拥有的材料制备、测试表征和微细加工的完整实验条件，开展项目式课程和创新研究。
依托行业头部企业和国家重点单位共建的实习实践基地，全面开展资源协同、师资交流、课程共建和联合培养，营造高校和产业深度融合的生态，建设校企协同育人共同体，培养未来引领集成电路产业发展的领军人才。

5、“推免”研究生机制
在本科三年级至四年级结束时，为入选该计划并完成专项计划本科阶段培养方案学习要求、品行表现良好的学生给予推荐免试读研究生的资格。

6、现有培养情况
[bookmark: _GoBack]2023年至今共选拔本科2020-2024级学生122人，分别来自电子、信通、物理、自动化、信软、光电、集电学院，其中攻读本博学位的47人，攻读本硕学位的70人。为每位入选学生配备“双导师”，校内学术导师1人，校外实践导师1人。该计划参与导师80余人，其中校外导师分别来自于华润微电子有限公司、四川航天电子设备研究所等单位。根据培养要求，为每位入选学生设定了个性化的培养方案。本科2020级“强芯铸魂”研究生在读学生26人；本科2021级“强芯铸魂”研究生在读学生29人；本科2022级在读学生26人全部获得推免攻读研究生指标，其中20人三年完成本科阶段培养，提前进入研究生阶段学习；本科2023级在读学生现已全部提前进入本科毕业设计环节。
